


















专利名称(译) 封装结构和有机发光显示装置

公开(公告)号 CN107369781A 公开(公告)日 2017-11-21

申请号 CN201710757303.1 申请日 2017-08-29

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 于晶
陈右儒

发明人 于晶
陈右儒

IPC分类号 H01L51/52

CPC分类号 H01L51/5253 H01L51/529 H01L2251/568

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及显示器技术领域，公开了一种封装结构和有机发光显示装
置，用以修复封装层产生的裂纹，提高封装效果，提高有机发光显示装
置的品质。封装结构包括自修复功能层，以及用于给自修复功能层加热
的加热层，自修复功能层的形成材料至少包括：自修复材料。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3e96bf4e-e097-4904-9722-5d22d8524918
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060312375/publication/CN107369781A?q=CN107369781A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN107369781A

